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Abstract (en)
The device has a spray pipe(2) with at least two spaced apart nozzle rows and sealed on an inner pipe(3). A row of holes(9) is provided in the inner
pipe, and when the inner pipe is in situ these holes point to the product to be treated and align with the nozzles of one row in the outer pipe. The
outer spray pipe on one side is rotatably mounted by a flange(5) in the wall of a tank, and on the other side the inner pipe is flanged on the opposite
lying tank wall and connected to the fluid supply(12).

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Aufspritzen von Beiz- oder Spülflüssigkeit auf ein langgestrecktes, metallisches Behandlungsgut, insbesondere
Metallband, umfassend in einem Beizbehälter oder dergleichen ober- und/oder unterhalb der Transportebene des Behandlungsgutes in den
Behälterwandungen angeordnete, mit Spritzdüsen ausgebildete, an eine Flüssigkeitsversorgung angeschlossene zylindrische Spritzrohre, die um
ihre Längsachse verstellbar sind, werden die Standbzw. Betriebszeiten der Spritzrohre erhöht, wenn das Spritzrohr mindestens zwei voneinander
beabstandete Düsenreihen aufweist und abgedichtet auf einem Innenrohr angeordnet ist, das mit im Längenabstand der Spritzdüsen des äußeren
Spritzrohres in einer Reihe vorgesehenen Öffnungen ausgebildet ist und in situ mit diesen Öffnungen auf das Behandlungsgut weisend sowie mit
den Spritzdüsen einer Düsenreihe des äußeren Apritzrohres fluchtend ausgerichtet ist.
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